
POWER-UTILITIES

INTERSCALE MOUNTING BRACKET FOR 70 MM FHC

 

The mounting bracket enables a user to assemble an Intel or
AMD processor.

CERTIFICATIONS

MERKMALE

Designed for ATX/ITX/Mini ITX & COM using Intel core-i processors and AMD processors with the following sockets: Intel:
LGA775, LGA1150, LGA1155, LGA1156, LGA1366, LGA2011 ; AMD: AM2, AM2(+), AM3, AM3(+), FM1, FM2, FM2(+)

Utilizes keep out zones to not interfere with other board components

Designed to assemble the 70 mm Flexible Heat Conductor to thhe CPU

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognumme
r

Package
Quantity Product Type Product Family Kompatibel mit Typ

24830-002 1 Bracket Interscale Gehäuse CPU Adpater

24830-003 1 Bracket Interscale Gehäuse CPU Adpater

WARNUNG
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent
installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-
Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu
den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum

https://hoffman-latam.com/de-at/power-utilities/products/enc24830-002
https://hoffman-latam.com/de-at/power-utilities/products/enc24830-003


Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
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nVent reserves the right to change specifications without notice. 
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